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4. Obiectivele cursului:

Cursul are ca scop oferirea unor cunostinte necesare formarii de specialisti cu competente in
activitatea de proiectare tehnologicd a circuitelor electronice de putere prin asimilarea regulilor si
algoritmilor de proiectare a structurilor de interconectare la nivel de placa (PCB) si echipament,
compatibilitatea electromagnetica a echipamentelor si sitemelor electronice de putere.

5. Concordanta intre obiectivele disciplinei si planul de invitimant:
Obiectivele disciplinei corespund planului de nvatamant, ele vizand predarea, aprofundarea si
sistematizarea unor cunostinte fundamentale din domeniile: proiectarii tehnologice a circuitelor

putere.

6. Rezultatele invatarii exprimate in competente cognitive, tehnice sau profesionale

Rezultatele invatarii se vor reflecta in formarea de specialisti cu competente in activitatea de
proiectare tehnologicd a circuitelor electronice de putere si compatibilitatea electromagneticd a
echipamentelor si sitemelor electronice de putere.

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:

Disciplina este predatd in mod interactiv. Metodele clasice de predare sunt combinate cu cele
moderne prin utilizarea mijloacelor audio-video si a calculatorului. Structura disciplinei este flexibila,
adaptandu-se interesului manifestat de cursanti. Bibliografia este axatd pe referinte bibliografice din
colectiile revistelor: IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing, IEEE Transactions on
Components and Packaging Tehnologies, IEEE Transactions on Power Electronics si a standardelor
specifice domeniul studiat.

8. Sistemul de evaluare:
Sistemul de evaluare combind evaluarea pe parcurs cu proba de examen; tipul evaluarii
este mixt.
Evaluarea continua:



Activitatea la seminar / laborator / proiect / practica
Studentul este evaluat in raport cu modul de participare la curs si la laborator. Tipul evaluarii este
mixt.
Ponderea in nota finala: 20 %

Testele pe parcurs
Testele pe parcurs se vor desfasura prin metode mixte, intrebari si utilizarea calculatorului
Ponderea in nota finala: 10 %

Lucrari de specialitate
Lucrarile de specialitate vor fi pregatite de studenti cu precadere in legaturd cu prezentarea in
cadrul verificarii finale a unui subiect liber ales.
Ponderea in nota finala: 20 %

Evaluarea finala:
Examen.
Ponderea in nota finala: 50 %
Proba(ele):

1. . test de cunostinte cu intrebari; sarcini dovedirea intelegerii cunostintelor generale si a legaturilor intre
ele; modul de examinare va fi traditional; pondere 50%.
2. prezentarea unui subiect liber ales; sarcini dovedirea Intelegerii amanuntite si aprofundate a
subiectului ales; conditii de lucru CC; pondere 50%.

9. Continutul disciplinei:

a) Curs 2C

I. Proiectarea structurii de interconectare la nivel de placa (PCB) cu aplicatii in electronica de putere.
4 ore

II. Tehnici de interfatare performanta intre blocurile de proiectare SCM si PCB. 2 ore

I11. Postprocesari PCB. 4 ore

IV. Elemente de integritate a semnalelor si compatibilitate electromagnetica la nivel PCB cu aplicatii in

electronica de putere. 8 ore

V. Elemente de management termic al modulelor electronice. 4 ore

VL. Proceduri antiperturbative. 6 ore

Total 28 ore

b) Aplicatii (Laborator + Proiect) 1L + 1P
L. Proiectarea structurii de interconectare la nivel de placa (PCB): 8 ore
* Crearea de capsule (footprint, pattern, component), gestionarea si editarea bibliotecilor;
* Gestionarea listei de conexiuni;
* Definirea si partitionarea placii;
* Plasarea manuald si automatd a componentelor;
* Rutarea manuala si automata a traseelor de interconectare;
* Generarea unor topologii si geometrii de interconectare speciale;
* Impunerea si verificarea unor reguli de proiectare a circuitului imprimat;
* Proiectarea circuitului imprimat pe baza standardelor din domeniu;
* Proiectarea circuitelor imprimate pentru aplicatii analogice, digitale si mixte.

II. Tehnici de interfatare performanta intre blocurile de proiectare SCM si PCB: 2 ore
* Fore-annotation & up-date;



* Cross-probing;
» Back-annotation.

II1. Postprocesari PCB: 2 ore
* Verificarea regulilor de proiectare;

* Crearea de liste si rapoarte;

* Generarea de fisiere de interfatare;

* Generarea de fisiere de postprocesare pentru documentatie si fabricatie.

IV. Elemente de integritate a semnalelor si compatibilitate electromagnetica la nivel PCB:
8 ore
* Caracteristicile electrice ale circuitelor imprimate;
* Metode de diminuare a diafoniei si reflexiilor;
* Adaptarea si controlul impedantelor;
* Metode de diminuare a interferentelor electromagnetice;
* Distributia alimentdrii, structuri de alimentare.

V. Elemente de management termic al modulelor electronice: 8 ore
* Mecanisme de transfer termic;

* Capabilitatea de curent a traseelor de interconectare;

* Metode de evacuare termica la nivelul circuitului imprimat si modulului electronic.

Total 28 ore
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